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Abstract (en)
[origin: WO9214264A1] The invention relates to a compact arrangement for cooling heat-generating structural components (3), especially power
semiconductor components arranged in modules (13), in which, unlike the case with prior art arrangements, the transfer of heat to a cooling
liquid circuit is improved. This is done by arranging the structural components (3) in apertures (2) in an electrically insulating plate (1), where the
components (3) are in contact with liquid-cooled electrodes (9, 10) via two main surfaces (6, 7) and the electrodes (9, 10) are electrically insulated
from each other by the plate (1). The invention also relates to a diode semi-bridge (26) composed of modules (13).

Abstract (fr)
Une configuration compacte de refroidissement de composants (3) dégageant de la chaleur, notamment de composants semiconducteurs de
puissance, agencés dans des modules (13), permet d'obtenir un transfert amélioré de la chaleur vers un circuit de liquide réfrigérant. A cet effet, les
composants (3) sont agencés dans des ouvertures (2) découpées dans une plaque (1) électriquement isolée. Les composants (3) sont en contact
par deux surfaces principales (6, 7) avec des électrodes (9, 10) refroidies par un liquide et les électrodes (9, 10) sont électriquement isolées l'une de
l'autre par la plaque (1). L'invention concerne en outre un demi-pont (26) de diodes composé de modules (13).
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